雄安安算技术有限公司招聘信息
一、资深数字IC设计/技术Leader   
（一）岗位职责
1.负责直接领导或者参与复杂SOC或IP产品的设计开发；
2.高效及时的解决SOC产品开发中的问题，完善设计开发流程；
3.协助提高团队技能，参与招聘、培训和指导初级工程师；
4.负责或参与对接内部或外部不同功能团队，如产品规格定义、封装/测试计划、工艺/IP评估、量产等；
5.有时需要独立领导一个小组或资深工程师完成任务。
（二）任职要求
1.五年以上工作经验，硕士及以上学历，电子相关专业，具备丰富的芯片从业经验；
2.熟悉SoC开发的各个环节，包括逻辑设计，验证，集成，综合，形式验证等；
3.熟悉微处理器和总线架构，具有ARM/RISC-V相关处理器经验是加分项；
4.熟悉SOC/MCU周边外设IP的开发，如：USB、SPI、UART、I2C、PWM、DMA、Security&Crypto（RNG，AES，Code/Data Protection）等；
5.有成功的SOC或Mixed-Singal芯片流片经验者可优先考虑；
6.有Xilinx/Altera FPGA平台搭建经验者可优先考虑；
7.具有以下特质者优先：自驱，可信赖，期望成功，团队合作，良好沟通。
二、计算机体系架构工程师（RISC-V） 
（一）岗位职责
1.负责CPU架构及微架构的建模、性能分析等工作，设计RISC-V CPU的主要模块；
2.负责CPU核、多级缓存、多核互联等的架构设计与微架构设计；
3.跟踪业界相关方向发展，定义各项技术指标。
（二）任职要求
1.熟悉RISC和CPU架构，具备高性能逻辑设计技术；
2.熟悉Verilog/VHDL，熟悉行为建模；
3.具有模拟和设计流程的经验，如CDC、synthesis、STA、floorplan等；
4.具备特定高性能CPU设计的行业经验优先；
5.熟悉CPU功能单元，如指令单元、执行单元和O3相关逻辑优先；
6.熟悉CPU内存系统单元，如负载/存储单元，TLB、MMU优先。
三、 数字集成电路设计工程师 
（一）岗位职责
1.根据设计要求编写设计文档，定义设计结构和规格书；
2.根据规格书进行电路逻辑设计和实现，编写RTL代码；
3.负责芯片逻辑电路的综合，STA和DFT；
4.对模块和整体设计进行完整的功能验证；能发现功能和稳定性问题并解决问题；
5.FPGA实现验证并调试；解决FPGA验证遇到的问题；
6.和系统测试团队完成芯片的测试和调试；debug测试中遇到的各种的问题；
7.能够带领团队做好数字前端的设计验证工作。
（二）任职要求
1.本科及以上学历，微电子/通信/计算机/自动化等相关专业；
2.有5-7年数字IC 设计工作经验；能独立完成模块级的设计和验证工作；
3.熟悉IC前端设计流程；熟练掌握synthesis，DFT和STA；能够与后端工程师设计floorplan，发现并解决后端设计中存在的时序和功耗问题；
4.熟练掌握SystemVerilog 语言和VCS，DC，Prime Time，CDC和formality等EDA工具；能编写设计流程中的各种脚本；
5.有FPGA开发验证以及逻辑仿真验证经验者优先；掌握UVM验证方法，能搭建UVM验证环境；
6.思路清晰，善于分析和解决问题，有强烈的敬业精神与责任感，具有较强的学习能力和团队合作能力。
四、 DFT设计工程师  
（一）岗位职责
1.参与DFT设计架构规划，开发先进的DFT设计流程；
2.负责完成全芯片的DFT设计方案的实现，包括存储器内建自测试设计、存储器内建自修复设计、扫描测试设计及高速接口测试设计和IP测试等；
3.负责MBIST算法改进和代码优化；
4.负责全芯片的ATPG流程，完成测试向量的交付；
5.负责完成DFT设计的前仿及后仿验证；
6.负责DFT设计相关的Spyglass检查和静态时序分析等；
7.负责协助ATE测试工程师进行测试向量调试和诊断。
（二）任职要求
1.电子、计算机及自动化相关专业；
2.要求具有DFT设计经验，数字电路前端设计经验，静态时序分析经验；
3.熟悉逻辑综合流程及工具，熟悉synopsys TestMAX测试设计流程，熟悉Mentor tessent测试设计流程；
4.了解集成电路ATE测试流程，具有CP/FT测试调试经验；
5.较强的学习求知欲，善于沟通和团队合作。
五、数字IC验证工程师  
（一）岗位职责
1.负责全芯片的验证平台搭建；
2.验证方案规划和验证项目实现；
3．负责验证文档的整理和验证系统的优化；
4.负责模块级子系统以及芯片级功能验证；
5.参与后仿环境搭建以及后仿。
（二）任职要求
1.微电子或电子相关专业统招本科及以上学历；
2.精通verilog，system verilog，matlab语言，具有验证经验；
3.精通UVM验证方法；
4.熟悉C语言等编程语言；
5.熟悉VCS、NC-Verilog仿真等相关EDA工具；
6.有通信系统相关项目验证经验优先，有MCU经验/SOC系统集成验证优先。
六、集成电路后端设计  
（一）岗位职责
1.ASIC或SoC芯片的模块级和顶层级物理设计；
2.模块或芯片系统级电源地网络设计和验证；
3.低功耗物理设计和验证；
4.前后端时序优化，芯片级时序验证；
5.模块和顶层版图物理验证，DRC/LVS/ERC等；
6.完成netlist到GDSII的全流程工作：floorplan，power planning，place&route，cts，timing closure，power analysis，physical verification，ECO。
（二）任职要求
1.大学本科以上学历，微电子/电子工程/通信工程等相关专业；
2.相关的IC后端设计工作经验或tape-out成功经验；
3.熟悉PNR，STA，DRC，LVS、DRC等流程；
4．熟悉EDA工具，如 ICC2，Innovus，Primetime，Calibre，redhawk等；
5.熟练使用tcl/perl/phython等。
七、 封装设计工程师
（一）岗位职责
1.负责完成项目封装及仿真工作，能衔接芯片设计和产品设计，拟定封装工艺和方案；
2.与厂商沟通封装事宜，评审封装资料；
3．跟进封装进度，识别封装风险提供措施，完成工艺可靠性验证，导入量产；
4.协同内部分析封装相关问题，如失效分析；
5.负责任务开发过程中模块级文档的撰写。
（二）任职要求
1.本科及以上学历，5年以上工作经验，电磁场与电磁波、微电子、电子科学与技术、集成电路等相关专业，有异质异构集成封装设计相关项目经验，有复杂系统建模仿真分析经验者优先；
2.熟练掌握封装及仿真工具，调试工具；掌握封装及仿真知识和流程，熟悉2.5D/3D封装设计方法，熟悉陶瓷基板封装和光学封装等；
3.熟悉封装材料、封装基板、封装方式的选择，能根据芯片特点、应用场景及成本、性能约束条件选择合适的封装方式；
4.熟练使用EDA工具，设计，仿真，Layout软件等；有电磁场理论基础，熟悉阻抗匹配、插入损耗、隔离度等技术指标的优化方法，能综合使用相关EDA工具进行场-路协同分析；
5.熟练使用微波信号源、频谱分析仪、信号分析仪、矢量网络分析仪、功率计、示波器等仪器。
八、编译器工程师
（一）岗位职责
1.负责GCC，LLVM，glibc等底层开源库在RISC-V架构上的开发和优化；
2.负责JDK在RISC-V架构上的开发和优化；
3.与芯片开发团队合作，提供编译器底层库对芯片的支持和优化。
（二）任职要求
1.软件相关专业本科及以上学历；
2.扎实的编程基础，精通编译器原理，汇编等底层语言；
3.熟悉GCC，LLVM等编译器的工作原理和优化方法；
4.熟悉Java/JVM以及调优方法；
5.熟悉RISC-V ISA者优先；
6.在开源社区有贡献者优先。
九、固件设计工程师 
（一）岗位职责
1.设计和开发固件程序，提供应用程序库的支持；
2.建立固件程序的开发环境，包括硅前和硅后测试和调试环境，以及相关固件程序测试工具；
3.与硬件工程师协同，完成芯片的硅前硅后测试，解决平台中出现的问题，优化固件性能。
（二）任职要求
1．精通C/C++编程，熟悉一种或多种汇编语言（ARM，MIPS，RISC-V）；
2.有嵌入式系统开发经验和熟悉实时RTOS编程经验，掌握FW的调试技巧；
3.熟悉了解完整固件开发流程和开发环境，具备固件构架设计能力，满足不同平台的需求；
4.有异构计算FW开发经验者优先；
5.有较强分析问题和解决问题的能力，良好的沟通能力，独立工作能力和团队协调能力，能协调各相关团队推动工作任务完成。
十、 固件测试工程师
（一）岗位职责
1.与架构、硬件和固件开发团队合作，全面了解设计和操作方案，制定测试计划，以验证固件可交付成果的质量；
2.固件验证测试开发（设计、编码、调试和错误修复）和维护；
3.开发工具并寻求新方法来改进测试过程和效率；
4.维护和创建测试设计文档；
5.在仿真、FPGA和SoC环境中针对迭代交付的固件执行测试；
6.与固件和硬件团队合作，调试、缩小范围、重现问题，并最终获得成功的生产资格；
7.为测试执行和测试自动化团队提供支持和要求。
（二）任职要求
1.在深度嵌入式固件开发方面拥有深厚的知识和丰富的经验；
2.软件和固件开发方法的深入经验；
3.擅长使用脚本语言、编程工具和环境，具备扎实的软件程序功底，有Python或C/C++语言的编码能力；
4.具有实验室机器经验者优先，包括仪表、逻辑分析仪、示波器、协议（SAS/SATA/PCIE/USB/I2C）分析仪。
十一、可信固件开发工程师 
（一）岗位职责
1.SoC芯片的安全固件和驱动开发；
2.针对各种应用场景下的可信设备终端的安全需求进行开发。
（二）任职要求
3.计算机、电子工程或相关专业，熟悉TrustZone技术；
4.精通C/汇编语言编程，熟悉嵌入式系统开发和调试工具；
5.熟悉安全启动和安全存储技术者优先；
6.熟悉secure os（如optee_os）者优先；
7.熟悉一个或多个Linux自带安全功能者优先，如：DM-verity，crypto，selinux；
8.熟悉常见对称与非对称加班算法者优先。
十二、可信计算工程师 
（一）岗位职责
1.负责参与公司可信计算产品的设计及开发工作；
2.配合安全架构师协同芯片团队，一同设计验证硬件安全能力；
3.参与系统的需求、设计、概要、详细、用户操作等文档编写。
（二）任职要求
1.本科及以上学历，计算机、电子或相关专业；1-3年及开发经验；
2.有扎实的计算机基础知识，熟悉Linux操作系统和内核；
3.熟练掌握C/C++或Rust等主流编程语言中的一种；
4.熟悉可信计算技术，有实际研发经验优先；
5.熟悉通信安全协议、加密算法，有实际经验优先；
6.具备优秀的架构设计/工程开发能力、故障排除能力，和丰富的工程开发经验，注重代码质量。
十三、 密码算法工程师 
（一）岗位职责
1.负责前沿密码技术总体研究，包括追踪调研、总体论证等；
2.负责前沿密码技术的实现研究，包括方案设计、模块优化等；
3.指导芯片开发人员进行硬件模块设计实现和验证。
（二）任职要求
1.具备密码学、密码应用相关专业知识，具有较好的密码理论基础与数学基础；
2.具备标识密码、同态密码、格密码等前沿密码技术中至少一种研究经验；
3.至少熟练掌握一种常用编程语言，如C，C++，python，Verilog HDL等；
4.了解商密技术标准规范者优先；
5.具备算法硬件设计经验者优先；
6.熟悉安全芯片侧信道攻击、故障攻击经验优先。
十四、 Linux操作系统研发工程师
（一）岗位职责
1.Linux操作系统底层、应用层软件设计开发；
2.uCos ii、FreeRTOS、LiteOS、RT-Thread等MCU操作系统设计开发；
3.根据已有的软件架构、功能模块进行应用软件集成、编码与测试等；
4.协助团队成员完成硬件调试验证；
5.嵌入式产品软件代码编写、程序调试、维护及产品化文档编写等。
（二）任职要求
1.熟练掌握C/C++编程语言，熟悉常用设计模式、数据结构和常用算法，了解进程管理、内存管理等；
2.对Linux操作系统内核、文件系统有较深刻理解，或具备uCos ii，FreeRTOS等MCU产品研发经验；
3.熟悉Linux操作系统线程、进程间通信，熟悉TCP、UDP、MQTT等网络编程，或uCos ii时钟、外设特性与配置使用方法、系统任务调度原理等；
4.了解json，xml，ini，yaml等格式配置文件特征，以及解析处理方法；
[bookmark: _GoBack]5.熟悉嵌入式软件开发、测试流程，熟练使用交叉编译开发环境和工具；
6.有Linux架构BSP（BootLoader、内核、设备驱动等）移植、裁剪调试经验优先。
十四、 嵌入式Linux内核/驱动工程师 
（一）岗位职责
1.负责嵌入式Linux内核相关的优化、维护和问题定位，负责任务调度、内存管理、I/O调度等内核参数的调优；
2.负责Linux选型、内核升级、内核相关问题分析和定位等任务；
3.负责操作系统底层优化、嵌入式定制工作、板卡的驱动开发等工作。
（二）任职要求
1.熟悉Linux操作系统原理和内核源码；
2.熟练掌握C/C++，熟悉汇编语言，有良好的编程风格；
3.熟悉硬件电路原理，能看懂芯片手册，能独立编写、移植和修改驱动程序；
4.精通Linux下驱动开发。有MIPI、USB、PCI/PCIE、IIC、SPI、Flash等；
5.熟悉Linux内核中任务调度、内存管理、I/O调度相关的参数，并可以根据产品的实际应用场景进行内核参数调优；
6.熟练使用各种工具进行Linux系统性能测试、内核错误分析、调试和内核调优；
7.有u-boot移植、内核裁剪、根文件系统制作等相关经验者优先考虑；
8.3-5年相关工控行业经验，具备较强的学习和问题分析能力，工作积极主动，有良好的团队协作意识。
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